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Abstract (en)
[origin: WO9219092A1] A method for coating non-conductors with carbon particles, comprising the following stages: a) treatment with a copper-
containing solution; b) coating a non-conductor with an aqueous solution of gelatine or polyacrylate; c) rinsing with water; d) contacting with a
dispersion containing carbon, a wetting agent and an ionogenic metal compound; e) rinsing with water. This method selectively produces electrically
conducting surfaces, and is suitable for the direct metallization of non-conductors. After being coated with carbon, the non-conductor can be
electroplated directly. The use of copper-containing solutions in the method is also described.

Abstract (fr)
Procédé de revétement de matériaux non conducteurs par des particules de carbone, comprenant les étapes suivantes: a) traitement avec une
solution a base de cuivre; b) application sur le matériau non conducteur d'une solution aqueuse de gélatine ou de polyacrylate; c) ringage a I'eau; d)
mise en contact avec une dispersion contenant du carbone, un agent mouillant et une liaison métallique ionogéne, et €) ringage a I'eau. Ce procédé
permet de produire de maniére sélective des surfaces électroconductrices et convient a la métallisation directe de matériaux non conducteurs. Apres
la phase de revétement au carbone, le matériau non conducteur peut étre galvanisé directement. L'invention concerne également I'utilisation de
solutions a base de cuivre au cours du procédé.
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